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Рост содержания соли олова позволяет увеличить скорость осаждения покрытий даже при i = 2 мА ⋅ см‒2 
вплоть до 2,9 мкм ⋅ ч−1. Добавка борной кислоты практически не влияет на скорость осаждения сплава 
и выход по току. Суммарный выход металлов по току в случае электролитов с невысокой концентрацией 
SnCl4 ⋅ 5H2O, равной 0,05 моль ⋅ дм‒3, уменьшается в пределах 40‒80 % с ростом плотности тока и заменой 
электролита ЭГ на ПГ. Повышение содержания соли олова в ПГ-электролите от 0,05 до 0,25 моль ⋅ дм‒3 
вызывает существенное увеличение выхода металлов по току до 85‒95 % (см. рис. 2).

Элементный и фазовый состав покрытий. Из данных табл. 2 следует, что содержание олова в по-
крытиях, независимо от состава электролита, растет с увеличением плотности тока. Из ЭГ-электролитов 
(1 ЭГ и 2 ЭГ) удалось при i = 2 мА ∙ см−2 получать покрытия Cu − Sn, содержащие от 35 до 49 ат. % олова. 
Доля олова в покрытиях, полученных из ПГ-электролитов (3 ПГ и 4 ПГ) при аналогичных условиях, 

Рис. 1. Зависимость скорости осаждения  
покрытий Cu – Sn из ЭГ- и ПГ-электролитов от плотности тока 

Fig. 1. Dependence of the rate of Cu – Sn coatings  
deposition from EG and PG electrolytes on current density

Рис. 2. Зависимость суммарного выхода металлов  
по току от плотности тока при осаждении покрытий Cu – Sn

Fig. 2. Dependence of summary metal current  
efficiency on current density at Cu – Sn coatings deposition


